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発明の内容（概要）

【解決手段】赤外線センサの製
造方法は、第１領域にサーモパ
イル支持層を形成する工程と、
その上面にサーモパイル２４を
形成する工程と、その後で、第
２領域に回路素子を形成する工
程と、前記第１および第２領域
を覆って上部層４１を形成する
工程と、上部層４１を途中まで
掘り下げる工程と、上部層４１
をさらに掘り下げることによっ
てエッチングホール３８を形成
する工程と、エッチングホール
３８を通じて半導体基板１の一
部をエッチングして前記サーモ
パイル支持層およびサーモパイ
ル２４を半導体基板１から浮か
せることによって、センサ部２
を形成する工程とを含む。セン
サ部２の上面２ｕは、前記第２
領域における上部層４１ｕの上
面より低い位置となっている。

【課題】赤外線センサの製造方法において、センサ領域のサーモパイルを形成する際の熱で周辺回路領域の回路特性が変化す
るという問題を回避する。

本発明に基づく実施の形態１における赤外線センサの製造方法によって製造した
赤外線センサを用いて得られる赤外線センサチップの断面図

１ 半導体基板、２ センサ部、２ｕ （センサ部の）上面、５ 凹部、２１ シリコン酸化膜、２２，３２ ＳｉＮ膜、２３，３１ ＳｉＯ2膜、２４
サーモパイル、２５ Ｐ型ポリシリコン膜、２６ Ｎ型ポリシリコン膜、２７，３０ 絶縁層、２８ａ，２８ｂ トランジスタ、２９ａ，２９ｂ 配線層、
３３ 凹部、３４ 吸収層、３５ ＴＥＯＳ膜、３６ 凹部、３７ 金属膜、３８ エッチングホール、３９ 抵抗体、４０ 配線保護膜、４１ 上部層、４
１ｕ （上部層の）上面、１０１ 赤外線センサ、４０１ センサ領域、４０２ 周辺回路領域、５０２ キャップ部材、５０３ 封止材、５０５ 内部空
間、６０１ 赤外線センサチップ。


